共用部分：
1. 标记:
1) 该顾客所有无铅表面处理工艺的板，均要求添加顾客要求的无铅标识G6，非我公司正常PB标记；无铅标识添加位置：在板内我司全套标记下方添加，如顾客不要求加我厂标记，请添加无铅标记在板的空白处，顾客对“G6”字体没有特殊要求；
2. 工程确认问题汇总:
                      
[image: image1.emf]E:\wjys\input\ 工程确认问题汇总.doc


预审部分： 无
CAM部分：
1. 此客户的板无论是有铅喷锡还是无铅喷锡的板，终检都必须备注“提供ROHS5的COC证明”；
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国内订单:

针对S089的国内订单，即确认工程师为杜晓笑，且说明模板为DMGE_1_L1 D00 印制板加工要求(3HETC8-Q200).pdf 类似要求时(见下图), 按以下沟通结果做(预审注意指示为国内订单还是国外订单)：
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1. 钻孔： 

1) 文件中定义成金属化孔或者没有定义孔属性，无电器连接，当设计为没有盘或者盘与孔等大的，已授权做非金属化孔，不再确认；

2. 线路、表面工艺：

1) 客户要求间距小于25mil的SMT焊盘，要求宽度误差不大于1mil，其他焊盘的宽度误差不大于2mil，已沟通同意按IPCII级标准加工（即焊盘公差按+/-20%控制），后续无需确认；

3. 过孔工艺:

1) 要求过孔塞孔时，文件中有小部分单面或者双面开窗的孔，可以按双面开窗的按文件制作（不塞孔），单面开窗的塞孔制作，允许开窗面有单边2mil的绿油圈，不用确认；

国外订单:

针对工程师为杜竞菲且说明为英文的订单：

4. 钻孔：

1) 文件中经常要求孔公差+5/-0mil，且基本上板内都有钻槽，若钻槽没有其它公差要求时，可以放宽至+/-0.1mm控制，（钻槽已问工艺可以控制不需要评审）；

2) 若要求钻孔公差+5/-0mil，但在PDF文档中又在其它特别孔公差要求，有特别孔径公差可以忽略总公差+5/-0mil的要求。以标注公差为准，若孔径与实际钻孔文件不符，则反馈确认；
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5. 线路、表面工艺:

1) 如图所示线路层有1mil大小盘，且阻焊层有开窗，后续客户会避免此类设计，若文件中还有设计，可以直接删除此类盘与开窗制作；
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6. 阻焊、字符:

1) 客户文件中要求阻焊厚度3+/-1mil的位置经常存在过孔，且是两面开窗的，已沟通阻焊厚度3+/-1mil位置的过孔都可以删除阻焊开窗，塞孔制作，（测试孔删除非测试面开窗，保留测试面开窗制作，按树脂塞孔,如有其它孔需做绿油塞孔，可以一起做树脂塞孔）；

2) 客户要求VPPS和VPCS文件对应的过孔需塞孔，但实际文件中这两层对应的过孔都是两面开窗的，已沟通按允许删除其对应的两面开窗，绿油塞孔处理（如果对应过孔是测试孔，保留其测试焊盘面的开窗，非测试盘面开窗删除，并按树脂塞孔,如有其它孔需做绿油塞孔，可以一起做树脂塞孔）；

3) 如图所示此类白油空隙可以直接填实：

   [image: image4.png]10







7. 外形、拼板： 


1) 如图1所示，此两处标注尺寸为负公差，按我司规范，需两边对称调整，但这样文件中标注的其余尺寸会有变化，对于此类负公差尺寸，已沟通都按图2所示此类方式，以零点为基准点单边进行调整；
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   图2

8. 其他:

1) 客户文件中有背钻孔和阻抗控制要求，如果为满足阻抗，经常会导致背钻所需要的安全介质厚度不足，沟通后按如下制作：如1-12层的背钻孔按钻到离12层8mil的地方，不能影响电器性能（可参考IT00100BA0、QT001001A0）；

2) 客户PDF文档中的装配要求可以不理会（后续客户会删除装配要求）；

3) 要求表面工艺为无铅表面工艺，但压接孔处又有铅锡厚要求，可以忽略压接孔处理铅锡厚要求。若为喷锡，铅锡厚按我司常规；

4) 要求表面工艺为沉银，但要求加G5，已沟通当顾客说明文件中有指示，按客户要求加具体的"G5"或“G6”，不用理会销售模板中内容；当顾客文件中没有说明，按销售模板中要求添加"G5"或“G6”；

_1394452138.pdf
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DMGE_1_L1 C00 印制板加工要求 



一、 印制板信息 



英文板名 PCB 图号 版本 



DMGE_1_L1 3HETC8-Q200 D00 



设计时间 数据产生时间  



2008-08-26 2008-08-28  



 



二、 加工文件信息（提供 PCB 数据） 



序号 文件名 字节数 说明 



0 DMGE_3.GTL  信号层 



1 DMGE_3.GP3  电地层 



2 DMGE_3.GP1  电地层 



3 DMGE_3.G1  信号层 



4 DMGE_3.G2  信号层 



5 DMGE_3.GP2  电地层 



6 DMGE_3.GP5  电地层 



7 DMGE_3.G3  信号层 



8 DMGE_3.G4  信号层 



9 DMGE_3.GP6  电地层 



10 DMGE_3.GP4  电地层 



11 DMGE_3.GBL  信号层 



12 DMGE_3.GTO  A 面丝印 



13 DMGE_3.GBO  B 面丝印 



14 DMGE_3.GTS  A 面阻焊 



15 DMGE_3.GBS  B 面阻焊 
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16 DMGE_3.apr  D 码表 



17 DMGE_3.DRL  钻孔文件 



18 DMGE_3.GM1  机械层 



19 DMGE_3.TXT   



 压缩包数据大小 1897KB  



    



    



 



三、 加工要求 



基本要求 符合  ECI PCB’S SPEC 419006-0115 



板材 FR-4  TG=170 



尺寸 97×210.4±0.1mm（328.4×235.2±0.1mm 拼板后） 



板厚 2.0mm ±10% 



板层数 12 



拼版 三拼板  



外形特殊要求 板边四个角是半径为 1.2mm 圆形拐角 



翘曲度 <0.7% 



阻焊颜色 深绿，亚光阻焊 



丝印颜色 白色 



压接孔 器件 X7 为压接件,孔径为 0.6mm, 成孔偏差为正负 0.05mm.. 



BGA 4 个 



过孔处理 过孔的孔壁及过孔焊盘被油墨覆盖，并用油墨填充过孔 



最小线宽 5mil 



ROHS 要求 符合 ROHS5  
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其他工艺要求 



热风整平 



通断测试 



安装孔周围的电地隔离盘要良好绝缘 



一般金属孔化的孔径，允许误差 0/+5mil 



所有钻孔位置偏差不大于 2mil 



间距小于 25mil 的 SMT 焊盘，要求宽度误差不大于 1mil，其他焊盘



的宽度误差不大于 2mil 



所有孔径为成品孔尺寸 



印制板表面涂层要求有良好的化学稳定性,表面平整，不平度小于



15um 



表面 FD 应亮度均匀 



所有字符应清晰，不应出现模糊的情况 



板内图形的坐标一致性要好 



四、 PCB 分层结构图和其他加工说明 



1 印制板分层要求 



印制板设计为 12 层，板厚为 2.0mm，具体如图所示： 











      



Page 4 of 5                                                                                          



杭 州 依 赛 通 信 有 限 公 司
HANGZHOU ECI TELECOMMUNICATION CO., LTD



S1(35μm)



S2(35μm)



电源分割1(35μm)



0.13mm*



S3(35μm)



S6(35μm)



GND(35μm)
0.13mm*



0.21mm



GND(35μm)



S4(35μm)



S5(35μm)



电源分割2(35μm)



0.13mm*



0.21mm



0.15mm



0.10mm



0.10mm



GND(35μm)
0.15mm



0.15mm



0.15mm



电源分割3(35μm)



 



说明： 



 S1/S6 层单端信号线线宽 6mil，对地阻抗 50 欧。 



 S2－S5 层单端信号线线宽 5mil，对地阻抗 50 欧。 



 S1/S6 层差分线线宽 6mil，线间距 8mil，差分阻抗 100 欧。 



 S2－S5 层差分线线宽 5mil，线间距 8mil，差分阻抗 100 欧。 



 加工时线宽需作补差处理。 



 印制板分层请严格按照 PCB 的 1－12 层的分层结构分层。 



 在无铜的区域加 Dummy pad（PAD 大小为直径 60mil，间距为 6mil，距离其它信号不得小于



100mil）。 



五、 联系方式： 



联系人：谭卓 



电话：0571-88939170 



       EMAIL:simon.tan@ecitele.com 
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联系人：夏广令 



电话：0571-88939170 



EMAIL:guangling.xia@ecitele.com 











